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(57) Abstract : The invention relates to an electronic module (M) comprising a first metal layer (1) including at least one contact
pad (2A) or a conductive pad for connection or interconnection, an insulating layer (5) that is electrically connected to the metal
layer via a first surface, a second metal layer (3, 2B, 10, 1, 12) connected to the insulating layer on the opposite surface thereof, a
chip location or an electronic chip (7) electrically connected to said at least one contact pad (2A) through openings (6) in the insula-
ting layer, characterized in that the insulating layer is an adhesive.

(57) Abrégé : L'invention concerne un module électronique (M) comportant une premiére couche métallique (1) comprenant au
moins une plage de contact (2A) ou une plage conductrice de connexion ou d'interconnexion, une couche isolante (5) électriquement
fixée par une premiére face a la couche métallique, une seconde couche métallique (3, 2B, 10, 1, 12) fixée a la couche isolante sur sa
seconde face opposée, un emplacement de puce ou une puce électronique (7) électriquement connectée a ladite au moins une plage
de contact (2A), a travers des ouvertures (6) de la couche isolante, caractérisé en ce que la couche isolante est un adhésit.



